
日程 2026年 1月28日(水) 2026年 1月29日(木) 2026年 2月4日(水)

会場
東京

浜松町コンベンションホール
東京

浜松町コンベンションホール

大阪
グランフロント大阪
ナレッジキャピタル

登録URL 登録URL 登録URL

09:00 開場・受付

09:30
開催 & ご挨拶

ノルディック・セミコンダクター

09:45
(1)Guest講演
Bluetooth SIG

(4)Guest講演
CSA Japan Interest Group

(6)Guest講演
Zephyr Project

10:30

製品アップデート情報
Short Range/Long Range/Wi-Fi/PMIC/Edge AI/nRF Cloud powered by Memfault

ノルディック・セミコンダクター

12:30 昼食

13:30
(2)Guest講演

TUV Rheinland Japan①
(5)Guest講演

株式会社ムセンコネクト
(8)代理店講演

菱洋エレクトロ株式会社

14:00
(3)Guest講演

TUV Rheinland Japan②
(7)代理店講演

加賀デバイス株式会社

14:30

(9)ハンズオントレーニング【参加条件あり】
nRF54L15-DKを使用したBluetooth LE 周辺機能テスト

ノルディック・セミコンダクター

16:30 デモ・ショーケース

17:00 終了予定

TechTour Japan2026

Nordic Semiconductor TechTour Japan2026 開催のご案内

最新テクノロジーのプレゼンテーション、実践的なハンズオントレーニング、
デモ展示 を通じてNordicソリューションを “体験できる”機会を提供します
また特別ゲストをお迎えし技術情報や最新トレンドの深い知見を共有いただきます
多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております

日付・会場
2026年 1月28日(水)・東京: 浜松町コンベンションホール
2026年 1月29日(木)・東京: 浜松町コンベンションホール
2026年 2月 4日(水)・大阪: グランフロント大阪ナレッジキャピタル

*Webの接続はございません

時間 : 9:30～17:00 (開場・受付: 9:00～)

申込 : 事前Web申し込み (参加無料)
以下URLの"登録"から申し込みお願いします

主催 : ノルディック・セミコンダクター株式会社

・席に限りがございますのでお早めにお申し込みください
・申込み多数の場合、参加者は1社につき2名様までとさせていただきます
・同じパソコンで複数回登録されないようお願いいたします

IPアドレス追跡により以前の登録が新規登録で上書きされます
・登録後にメールが送信されます 当日はこのメールが必要になります
・ハンズオントレーニングに参加希望の方はお申し込みの際にお知らせください
ハンズオン不参加の方はデモ・ショーケースを御覧いただきます

・本イベントは主に日本語で行われますがゲストによる英語でのセッションもございます

https://www.nordicsemi.jp/blog/nordic-tech-tour-japan-2026/
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https://response.nordicsemi.com/ja-jp/2026-ntt-tokyo-jan28/42387632969
https://response.nordicsemi.com/ja-jp/2026-ntt-tokyo-jan28/42387632969
https://response.nordicsemi.com/ja-jp/2026-ntt-tokyo-jan29/42218815321
https://response.nordicsemi.com/ja-jp/2026-ntt-tokyo-jan29/42218815321
https://response.nordicsemi.com/ja-jp/2026-ntt-osaka/42386330183
https://response.nordicsemi.com/ja-jp/2026-ntt-osaka/42386330183
https://www.nordicsemi.jp/blog/nordic-tech-tour-japan-2026/
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TechTour Japan2026

スケジュール詳細

区分 内容 発表者 日程

(1) Guest講演 Bluetooth: Creating a better world through connection Bluetooth SIG / Senior Director, APAC
Lori Lee様

1月28日(水) 09:45～

(2) Guest講演 Matter 認証プロセスの最新動向
低コスト・低負荷な認証プロセスをご紹介

TUV Rheinland Japan シニアエンジニア
武部 泰行様

1月28日(水) 13:30～

(3) Guest講演 欧州および各国における
サイバーセキュリティ法制の最新動向

TUV Rheinland Japan エンジニア
福井 洋則様

1月28日(水) 14:00～

(4) Guest講演 Matterのきほん、これまで、これから X-HEMISTRY株式会社CEO / CSA日本支部代表
新貝 文将様

1月29日(木) 09:45～

(5) Guest講演 Bluetooth認証の督促・制裁金のリアルと日本電波法の最新動向:
エンジニアが製品化で失敗しないための実務ポイント

株式会社ムセンコネクト 代表取締役 CEO
水野 剛様

1月29日(木) 13:30～

(6) Guest講演 Zephyr RTOS のアプリケーション例やコミュニティ情報の紹介 Zephyr Project
Misoji Engineer

2月04日(水) 09:45～

(7) 代理店講演 nRF Cloud powerd by Memfaultについて 加賀デバイス株式会社 1月29日(木) 14:00～
2月04日(水) 14:00～

(8) 代理店講演 セルラーモジュール nRF9151消費電流測定 菱洋エレクトロ株式会社 2月04日(水) 13:30～

(9) ハンズオントレーニング nRF54L15開発キットを使用したBluetooth LE周辺機器テスト

参加条件

ノルディック・セミコンダクター株式会社 1月28日(水) 14:30～
1月29日(木) 14:30～
2月04日(水) 14:30～

- ノートPC 持参
- USB type-Cケーブル持参
- PCにルート権限があること
- Toolchain/nRF Connect SDK v2.9.0以上をインストール済み

: 推奨 Windos10/11
: 開発キット接続用として使用
: ソフトウェアインストール・USBアクセスが可能であること
: 動作テストで使用

https://www.nordicsemi.jp/blog/nordic-tech-tour-japan-2026/
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